
存储器是半导体产业既基础又重要的

领域，被称为产业的风向标和温度计。我

国很早就发现了发展存储器的重要性和必

要性，从2016年开始，国家从政策、市场需

求、技术突破、人才各个方面全面推动存储

器产业的发展,同时也涌现出多家如长江

存储、合肥长鑫、国科微、联芸科技等面向

3D NAND、DRAM 以及存储控制芯片的

企业。2020 年，长江存储宣布其 128 层

QLC 3D NAND 闪存研发成功。而合肥

长鑫则主攻DRAM方向，2018年建起全国

最大的 12 英寸 DRAM 芯片晶圆生产线，

2019 年量产了 19nm 工艺的 DDR4、LPD-

DR4内存。短短五年时间，中国就同时突

破了 3D NAND 和 DRAM 两大主流存储

芯片核心技术，实现了从0到1的突破。到

2024 年，中国存储器芯片市场有望突破

522.6亿美元，占全球14%。

在物联网技术快速推广等因素的驱动

下，国内 MEMS 产业迎来了前所未有的

发展机遇。2020 年，国内 MEMS 传感器

市 场 规 模 达 736.7 亿 元 ， 年 增 长 率 为

23.2%。歌尔声学、瑞声科技、敏芯微电

子、艾睿光电等国内企业也取得迅速发

展。目前，歌尔声学中微型麦克风及

MEMS 传感器制造能力全球领先，现在

正在大力布局进军 SiP模组领域；瑞声科

技的产品广泛应用在智能电话、平板电

脑、笔记本电脑及智能手表等领域，现已

成为全球领先的智能设备解决方案供应

商；敏芯微电子在 MEMS 麦克风、压力

传感器、惯性传感器等领域脱颖而出，

MEMS麦克风贡献其主要营收；艾睿光

电自主研发的红外探测器芯片量产能力

行业领先，产品广泛应用于智慧安防监

控、自动驾驶夜视、物联网、人工智能

视觉等领域。

AI芯片作为人工智能技术的硬件基

础和产业落地的载体受到高度重视,近年

来产业取得突破性进展。寒武纪科技于

2016年发布“世界首款商用深度学习处

理器”寒武纪 1A，并陆续应用于华为

Mate10 系列手机等千万级销量的终端

中。地平线推出的征程 2成为中国首款

车规级AI芯片。2020年地平线推出了性

能更高、功能更加丰富的征程3。2021年

地平线将面向L3/L4级别自动驾驶推出征

程5芯片，具备96TFLOPS的人工智能算

力。燧原科技 2019年发布的人工智能训

练芯片云燧T10，面向云端数据中心，在

单卡单精度下算力达到20TFLOPS，半精

度及混合精度下算力达到 80TFLOPS。

2020年，燧原科技推出云燧T11以及人工

智能推理产品云燧i10。中国AI芯片市场

在全球占比最大，占据市场主导地位，积

累了海量的数据资源和多样化的应用场

景，推动AI芯片业快速发展。预计2023

年中国AI芯片市场规模将突破500亿元。
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进入21世纪以来，我国半导体产业进入新一轮加速发展阶段。2016年-2020年，集成电路销售额5年增长超过一倍。在市场与国家政策共同推动下，我国半导体产业实力得到快
速提升，在移动智能终端、网络通信、物联网等重点领域IC设计能力达到国际先进水平，先进制造工艺实现规模量产，龙头企业持续盈利，封装技术与全球基本实现同步，关键装备和材料
融入国际采购体系。

随着国家对半导体产业的支持力度明显

加大，在融资、税费等各方面的措施密集出台

与落地，中国半导体产业步入了一轮加速发

展 的 阶 段 。 根 据 中 国 半 导 体 行 业 协 会

（CSIA）的统计数据，中国集成电路产业销售

额从 2016 年的 4335.5 亿元增长至 2020 年的

8848亿元，5年增长了超过一倍；2021年第一

季度继续保持高速增长，销售额1739.3亿元，

同比增长率达 18.1%。与此同时，在市场拉

动和政策支持下，我国半导体产业各个环节

的实力均得到整体提升，芯片设计、制造与封

测一向被誉为半导体产业的三大主业，呈现

出同步高速增长的态势。

IC 设计业是半导体产业的龙头。据中

国半导体行业协会设计分会统计，“十三五”

期间中国芯片设计业规模从 1325 亿元增长

到3819亿元，年复合增长率达到23.6%，是同

期全球半导体产业年复合增长率的近 6 倍。

按照《推进纲要》的要求，到 2020年，IC 设计

业的销售总额达到3500亿元，已超额完成了

《推进纲要》的发展目标。设计企业经营规模

明显提升。至2020年，我国芯片设计企业数

量达到 2218家，预计 289家企业的销售额超

过1亿元。除了北上深等传统设计企业聚集

地，无锡、杭州、西安、成都、南京、武汉、苏州、

合肥、厦门等城市的设计企业数量均超过

100家。

晶圆制造业是半导体产业的核心。2020

年中国半导体制造业销售额为 2560.1亿元，

同比增长 19.1%。与此同时，国家统计局统

计数据显示，2011－2020 年，我国集成电路

制造行业总产量呈逐年上升趋势。2020年，

我国集成电路制造行业实现产量累计值为

2614.70 亿块，较 2019 年同比增长 29.55%。

赛迪顾问《2020中国集成电路制造产业创新

与投资趋势》显示，中芯国际在国内市场仅次

于台积电，市场占有率达18%。此外，华虹半

导体、华力、华润微电子等生产线满负荷运

行，技术水平持续提升。

封装测试是我国最先发展起来的半导体

产业，持续保持良性发展。2020年中国半导

体封装测试业销售额 2509.5亿元，同比增长

6.8%。如今半导体产业链各环节互动日趋紧

密，先进封装受到越来越多重视，我国封测企

业的先进封装销售占比达到 35%，表现出良

好的发展势头。我国的封装技术也是如今在

半导体产业中与国外差距最小的一环。

市场规模5年增一倍

产业呈现高增长

我国半导体产业的发展不仅呈现稳

中突进的良好态势，还涌现出一批在国

际上具有影响力的重点企业。在国际市

场分析机构ICinsights公布的2020上半年

全球半导体销售额排名 Top10 厂商中，

华为海思取代英飞凌进入上半年前 10

名，销售额为 52亿美元。紫光展锐掌握

2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、蓝牙、电视调

频、卫星通信等全场景通信技术。飞

腾、华为、申威等自主设计的CPU已经

应用于数据中心、超算中心等算力枢纽

的服务器集群。景嘉微 GPU，华大半导

体、国民技术等企业的 MCU，豪威科

技、格科微的CMOS等芯片产品在国内

外市场铺开。统计数据显示，进入中国

排名前 50 名的企业门槛为 4.2 亿元，销

售额合计达 1026.7 亿元，占行业 1644.3

亿元销售额的 62.4％。它们的壮大，彰

显了中国IC设计业的企业集群能级发生

了质的变化，为进入世界先进行列夯实

了发展基础。

在晶圆制造领域，同样出现一批具

有国际影响的企业。截至2020年末，中

芯国际14纳米工艺技术已经达到了95%

的良品率。今年，中芯国际分别在北京

和深圳投资，扩建12英寸晶圆产能。作

为中国半导体产业特色工艺的“领头

羊”，华虹半导体在特色工艺的研发上也

是屡屡突破。近期，华虹半导体推出的

90nm BCD 工艺已经在华虹无锡 12 英寸

生产线实现规模量产，相比传统的工艺，

90nm BCD 工艺性能更高，且核心面积

更小，具备更出色的电性参数，在特色工

艺的道路上迈出了关键一步。

长电科技、通富微电、天水华天是目

前中国半导体封装产业的“三巨头”，随

着国家政策的大力支持以及对技术的不断

探索，近年来，“三巨头”在封装产业中

不断实现着突破。长电科技通过海外并

购，增强了 FanOut、SiP 等封装技术能

力。通富微电发展苏通园区工厂的高端芯

片产品封装业务，已具备封装AMD 7nm

芯片产品的量产能力，实现高端市场份额

的有效提升。天水华天科技近期推出了

“高可靠性SOP封装引线框架及封装件生

产方法”，这项发明专利生产的产品主要

用在多媒体、电源管理、5G 以及人工智

能等多个领域，目前利用该专利生产的产

品年产量达 14 亿只左右，年产值达 5 亿

元，利润在5000万元左右。

2021 年是“十四五”的开局之年。

全球半导体产业面临技术换挡期和产业

链重组机遇期，中国半导体产业的发展

空间将进一步拓展，有望取得更加丰硕

的成果。

从存储到AI 新领域实现新突破

技术能力大提升 龙头引领显效应
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